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Инновации в оптической инспекции пластин
Innovations in optical inspection of wafers

Немецкая компания HSEB специали-
зируется на разработке и производ-
стве систем для оптической инспек-
ции полупроводниковых пластин. 
Предприятие было создано в 1991 году 
специалистами дрезденского центра 
исследований и разработок концерна 
Carl Zeiss Jena. За 25 лет компания про-
шла путь от небольшой инжинирин-
говой фирмы до производственной 
компании, оборудование которой экс-
плуатируется на ведущих предпри-
ятиях полупроводниковой промыш-
ленности в Европе, Азии, Северной 
Америке. Важной вехой в исто-
рии компании стал 2004 год, когда 
HSEB перешло направление оптиче-
ской инспекции пластин от фирмы 
Carl Zeiss SMS. В настоящее время про-
дуктовая линейка HSEB включает как 
полностью автоматические решения, 
так и управляемые вручную устрой-
ства для пластин диаметром до 450 мм. 
О тенденциях рынка и передовых раз-
работках компании рассказал гене-
ральный директор Маркус Кайль.

HSEB is a German company that specializes in the development and production of systems 
for optical inspection of semiconductor wafers. The company was established in 1991 
by specialists of the Dresden-based R&D centre of Carl Zeiss Jena. In the past 25 years the 
company has grown from a small engineering firm into a manufacturing company, which 
develops equipment for leading enterprises of the semiconductor industry in Europe, Asia, 
North America. A milestone in the company's history was in 2004, when HSEB taking over 
the business field "Optical Wafer Inspection" from Carl Zeiss SMS. Currently the company’s 
product range includes both fully automated solutions and manually operated devices for 
wafers up to 450 mm. Markus Keil, CEO at HSEB, told us about market trends and advanced 
developments of the company.

Господин Кайль, какие тенденции опреде-
ляют развитие полупроводниковой отрасли и 
как они влияют на бизнес вашей компании?
Во-первых, интересной тенденцией стал рост 
спроса на решения для работы с пластинами 
диаметром 200 мм. Если в массовом производ-
стве традиционных полупроводниковых при-
боров использование пластин такого размера 
уже неэффективно, то для нишевых сегментов 
рынка они оптимальны. Это дало новый шанс 

многим предприятиям, которые теперь пере-
профилируются на выпуск устройств для специ-
альных приложений, например, МЭМС разных 
типов. У нас очень сильные позиции в данном 
сегменте, и на него приходится примерно поло-
вина продаж.

Во-вторых, динамично развиваются компа-
нии, использующие бизнес-модель "фаундри". 
Для нас это также благоприятная тенденция, 
так как они заинтересованы во внедрении 
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передовых, высокоавтоматизированных систем 
контроля качества. Около 50% наших заказчи-
ков – предприятия "фаундри".

В-третьих, можно отметить развитие FD-SOI-
технологии параллельно с FinFET. Мы предла-
гаем решения для обоих типов процессов.

Практически все наши заказчики развивают 
3D-технологии, но в этой области прогресс идет 
медленнее, чем ожидалось, хотя в Азии, напри-
мер, достигнуты достаточно серьезные успехи.

В целом, технологии в полупроводниковой 
промышленности становятся все слож нее и 
дороже, что требует более совершенных систем 
контроля качества. Для нас это и вызов, и новые 
возможности для роста. С 201 2 по 2014 годы 
наши доходы увеличились на 40%, с 2014 по 2015 
годы – примерно на 15%.

Какие разработки HSEB вы можете отметить?
Наш флагман – автоматическая система опти-
ческой инспекции ODIN, которая характери-
зуется лучшим в своем классе сочетанием точ-
ности и скорости работы. Еще одна полностью 
автоматическая система оптической инспек-
ции – WOTAN, позволяющая контролировать 
до 150 пластин в час при разрешении менее 
20 мкм. Одновременно выполняется сканирова-
ние обеих сторон пластины. Обе линейки вклю-
чают модели для пластин диаметром 150, 200 
и 300 мм. Помимо автоматических систем, мы 
предлагаем устройства с ручным управлением, 
а также различные модули.

Из самых последних разработок не имеет 
а на лог ов п лат ф орм а Ba ldu r,  соз д а н на я в 

сотрудничестве с Soitec специально для FD-SOI-
технологии. 

Что на ваш взгляд определяет успех оборудова-
ния HSEB на рынке?
В первую очередь – минимальная стоимость 
эксплуатации. К этому можно добавить широ-
кие технологические возможности, качество и 
скорость работы, а также умеренную величину 
инвестиций. Многие заказчики высоко ценят 
нашу готовность создавать специальные кон-
фигурации оборудования, которые оптимально 
подходят для решения их задач. Мы активно 
работаем с клиентами как напрямую, так и 
через дистрибьюторов, в частности, в России 
нас представляет компания "ТБС инжиниринг".

То, что HSEB расположена в Дрездене – одном 
из крупнейших европейских центров развития 
высоких технологий – также сыграло большую 
роль в успешном развитии бизнеса. Ассоциация 
Silicon Saxony, членом которой мы являемся, объ-
единяет около 300 инновационных компаний, 
и многие из них стали нашими подрядчиками 
и партнерами. Кроме того, в Дрездене располо-
жены крупные предприятия полупроводнико-
вой отрасли и наши заказчики – Globalfoundries, 
Infineon, Siltronic, ZMD. Еще один важный фак-
тор – наличие в Саксонии большого числа высо-
коквалифицированных специалистов.

Хочу подчеркнуть, что мы не останавлива-
емся в развитии, и в сотрудничестве с партне-
рами из Европы, Восточной Азии и США посто-
янно совершенствуем оборудование, разрабаты-
ваем новые модели.	 ■
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